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(54) Verfahren und Vorrlchtung zum automatlschen OberprUfen von Positlonsdaten J-f6rmiger 
elektrlscher KontaktanschlQsse 



(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum auto- 
matischen Uberprtifen von Positlonsdaten j-fGrmiger 
elektrischer KontaktanschlOsse 5 an einem in ein 
Gehduse 3 eingebrachtes Halbleierbauteil bezuglich 
einer zu der Unterseite 4 des Gehauses parallelen 
Ebene, bei dem die Unterseite 4 des Gehduses 3 mit- 
tels Licht aus einer Beleuchtungseinrlchtung 6 unter 
mindestens einem reproduzierbaren Beleuchtungswin- 
kel beleuchtet wird, das von der Unterseite 4 des 
Gehauses 3 und den Kontaktanschlussen 5 im wesent- 
lichen senkrecht refiektierte Licht von einer Kamera 7 



ortsauflOsend aufgenommen wird. die Bildsignale der 
Kamera 7 einer Bildsignalverarbeitungseinrichtung 8 
zugefQhrt werden und wenigstens ein Datensatz mit 
einem dem Halbleiterbauteii 3 zugeordneten Erken- 
nungszeichen gespeichert wird und aus den Bildsigna- 
len Positionsdaten der KontaktanschlOsse 5 bestimmt 
werden und durch einen Vergleich der Positionsdaten 
mit Referenzdaten eine Abweichung der Positionsdaten 
von vorgegebenen Sollwerten bestimmt wird. 




Primed by Xerox (UK) Business ServiOBS 
2.16.3/3.4 



1 



EP0848 244 A2 



2 



Beschreibung 

Die Erfindung betriftt ein Verfahren zum automati- 
schen OberprOfen von Positionsdaten j-fdrmiger elektri- 
scher Kontaktanschlusse an einem. in ein Gehduse 
eingebrachtes Halbleiterbauteil bezugllch einer zu der 
Unterseite des Gehduses parallelen Ebene. wobei das 
Gehduse aus einem lichtabsorbierenden Material 
besteht, und die KontaktanschlQsse sich von einer Sei- 
tenffldche des Gehauses zu dessen Unterseite erstrek- 
ken. 

Elektrische KorrtaktanschlOsse dienen dazu. die 
Haibleiterbauteile mit der AuBenwelt zu verbinden. Die 
Kontaktanschlusse ragen aus dem Geh^use heraus 
und sind j-fOrmig gebogen, so daB sie im wesentlichen 
unter dem Gehduse des Halbleiterbauteils verlaufen. 
Das Halbleiterbauteil wird auf einer Leiterplatte dadurch 
befestigt. daB die elektrischen KontaktanschlQsse auf 
Kontaktfldchen der Platine aufgebracht und veriotet 
werden. 

Die j-fOrmigen Kontaktanschlusse werden durch 
Form- und Stanzverlahren hergestellt. Bel diesen Pro- 
zessen kdnnen Fehler auftreten. die insbesondere 
durch Fehlstanzungen aufgrund von Fremdmaterial im 
Werkzeug zustande kommen. Da solche Fehler nach 
dem AuflOten des Bauelementes nicht mehr korrigiert 
werden kOnnen, da sich die Kontaktanschlusse unter 
dem Bauelement befinden, ist eine Uberprufung der j- 
fOrmigen elektrischen Kontaktanschlusse, insbesond- 
ere deren Positionsdaten, direkl nach den Form- und 
Stanzprozessen erforderiich. Dabei ist es insbesondere 
wichtig. die Positionsdaten in einer zu der Unterseite 
des Gehduses parallelen Ebene (xy-Ebene) auf Koli- 
nearitdt zu OberprOfen. UnenwOnschte Verschiebungen 
der Kontaktanschlusse in der xy-Ebene kOnnen durch 
Verbiegen der Kontaktanschlusse zustande kommen. 
Eine Verschiebung der KontaktanschlQsse in der xy- 
Ebene kann auch dann vorliegen. wenn die Kontaktan- 
schlusse koplanar sind. d.h. ihr tiefster Punkt jeweils 
den gleichen Abstand von der Gehduseunterseite hat. 
Diese Veibiegung wird auch „bow in" bzw. Jbow out" 
genannt. Daher ist eine OberprOfung von Positionsda- 
ten der l^ntaktanschlQsse in der xy-Ebene. also auf 
Kolinear'rtdt, unabh£tngig von einer Uberprufung auf 
Koplanaritdt der Kontaktanschlusse erforderlich. Ubli- 
che automatische Verfahren, wie optische MeBverfah- 
ren mit Durchlicht. kommen nicht in Betracht, da die j- 
fOrmige KontaktanschlQsse zum grOBten Teil unter dem 
nicht lichtdurchiassigen Bauteil verschwinden. Daher 
wird in der Praxis eine manuelle Sichtprofung durchge- 
fuhrt. Hierzu werden beispielsweise mehrere Bauele- 
mente entlang einer Geraden angeordnet. Der 
Beobachter schaut bei jedem Bauelement. ob die ein- 
zelnen KontaktanschlQsse in etwa gleichen Abstand zu 
der Geraden haben. Die Bauelemente, die seines 
Erachtens KontaktanschlQsse mit zu groBen Abwei- 
chungen in der xy-Ebene aufweisen. werden dann aus- 
sortiert. Die Zuverldssigkeit der Auswahl unterliegt 



somit der Aufmerksamkeit des Beobachters. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zur automatischen Ober- 
pnjfung von Positionsdaten j-fOrmiger elektrischer 

5 KontaktanschlQsse von Halbleitert^auteilen zu schaffen. 
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelOst. Ferner wird 
die Aufgabe durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 10 gelOst. 

10 Bevorzugte weitere AusfQhrungsbeisptele sind in 
den Unteranspruchen offenbart. 

Bei j-fOrmigen KontaktanschlQssen wird im wesent- 
lichen das Licht von der Stelle senkrecht zu der Gehdu- 
seunterseite reflektiert, an der die Krummung des 

15 Kbntaktanschlusses eine zu der Gehduseunterseite 
parallele Tangente aufweist Diese Stelle entspricht 
dem tiefsten, d.h. den am weitesten von der Gehduse- 
unterseite entfernten Punkt des Kontaktanschlusses. 
An dieser Stelle wird der KontaktanschluB beim VerlO- 

20 ten auf eine Platine aufgesetzt. Von den Qbrigen Punk- 
ten des Kbntaktanschlusses wird das Ucht in andere 
Richtungen reflektiert, da in diesen Punkten die Tan- 
gente gegenOber der Unterseite des Gehduses des 
Bauelements geneigt ist. Da das Gehduse des Halblei- 

25 terbauteils aus einem lichtabsorbierenden Material 
besteht. wird von diesem nur sehr wenig Licht reflek- 
tiert. Somit gibt das senkrecht zu der Unterseite des 
Gehduses reflektierte Ucht die Position der Kontaktan- 
schlusse. genauer die Position des tiefsten Bereichs der 

30 KontaktanschlQsse in der xy-Ebene wieder. Die so 
erhaltenen Bildsignaleder Kamera werden in einer Bild- 
signalverarbeitungseinrichtung als ein Datensatz verar- 
beitet und gespeichert. Es kann zur Aufnahme des 
Bikles eine CCD-Kamera verwendet werden. Durch 

35 Vergleich der Positionsdaten der KontaktanschlQsse, 
die aus den Bildsignalen gewonnen werden, mit Refe- 
renzdaten wird bestimmt, in wie weit die Positionsdaten 
eines jeden der Kontaktanschlusse von einem vorgege- 
benen Sodwert abweichen. Bei diesem Verfahren kann 

40 ein Bild von der gesamten Unterseite des Gehduses mit 
alien KontaktanschlQssen aufgenommen werden. Da 
fOr jedes Bauelement festgestellt wird, ob es den vorge- 
gebenen Sollwerten genugt. kann jedes Bauelement fOr 
welches dies nicht zutrifft, aussortiert werden. 

45 Bevorzugterweise wird das Licht unter einem im 
wesentlichen senkrechten Beleuchtungswinkel auf das 
Halbleiterbauteil gelenkt. 

Vorteilhaftenweise werden die Haibleiterbauteile, 
deren Positionsdaten von den vorgegebenen Sollwer- 

50 ten al>weichen, automatlsch aussortiert. Dann kOnnen 
die nichtaussortierten Bauelemente automatisch in eine 
zum Verkauf vorgesehene Verpackung eingeordnet 
werden. Durch die erfindungsgemdBe automatische 
OberprOfung von Positionsdaten der KontaktanschlQsse 

55 wird eine grOBere Zuverldssigkeit im Erkennen von 
Bauelementen. die von den Sollwerten akweichen. 
erzielt und eine erheblich schnellere OberprOfung der 
Positionsdaten der KontaktanschlQsse ermOglicht. 
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Es ist gunstig, wenn die Oberseite des Gehduses 
mittels einer Lichtquelle beleuchtet wird, wobei das in 
die Kamera gestreute Licht gemessen wird und aus 
dem so gewonnenen Datensatz von Bildsignalen die 
Lage von wenigstens einer Kante des Gehduses 
bestimmt und gespeichert wird. Da das Gehduse aus 
einem lichtabsorbierenden Material besteht. kann durch 
die Lichtquelle eine indirekte Hintergrundbeleuchtung 
erzeugt werden. wodurch eine genaue Schattenri3pro- 
jektion des Gehduses in der Kamera entsteht. Es kOn- 
nen so die Kanten des Gehduses und damit die Lage 
des Bauteils in der Me3position genau bestimnnt wer- 
den. Das Gehause des Bauteils besteht oft aus schwar- 
zem Epoxidherz-Material. 

Ferner kOnnen die Bildsignale mit einem vorgege- 
benen Schwellwert verglichen werden, die Bildsignale 
die grOBer als der Schwellwert sind, zur Bestimmung 
von Reflexgebieten verwendet werden, durch welche 
die jeweilige Position der Kontaktanschlusse in einer zu 
der Unterseite parallelen Ebene bestimmt wird. 
Dadurch wird Licht. welches nicht zu den die Kontaktan- 
schlusse darstellenden Reflexgebieten gehort, ausge- 
schlossen, so ein Bild mit schdrferen Konturen entsteht. 
Es kann dann der jeweilige Schwerpunkt r^ni der Ref lex- 
gebtete ermittelt werden. Dieser gibt jeweils den tiefsten 
Punkt der KbntaktanschlQsse wieder. Die Ermittlung 
des Schwerpunktes kann gemdB folgender Formein 
ermittelt werden: 

N 

ui 

Gemd3 einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
wird die Lage der Ref lexgebiete bzw. der Schwerpunkte 
der Reflexgebiete reiativ zu einer Kante des Gehduses 
bestimmt. Es kann der Abstand der Reflexgebiete zu 
der Gehausekante bestimmt werden und die Abwel- 
chung von einem vorgegebenen Sollwert ermittelt wer- 
den. Das Aussortieren von Halbleiterbauelementen 
erfblgt dann, wenn der ermittelte Abstand auBerhalb der 
vorgegebenen Toleranzen fur das entsprechende Bau- 
element liegen. 

GemSB einem weiteren AusfQhrungsbeispiel der 
Erfindung wird die relative Lage der Reflexgebiete bzw. 
der Schwerpunkte der Reflexgebiete zueinander ermit- 
telt. wobei insbesondere der Abstand eines Reflexge- 
bietes zu den benachbarten Reflexgebiete bzw. der 
Abstand eines Reflexgebietes von einer durch die 
Reflexgebiete parallel zu einer Kante des Gehduses 
verlaufenden Geraden bestimmt werden. Da ublicher- 
weise die KontaktanschlQsse auf einer Geraden parallel 
zu einer Kante des GehSuses liegen. kann aus dem 
Abstand zu den benachbarten Reflexgebieten die 
Abweichung von der Lage der KbntaktanschlQsse in der 



xy-Ebene und aus dem Abstand eines Reflexgebietes 
zu der durch alle Reflexgebiete einer Linie verlaufenden 
Gerade die Abweichung in der Richtung senkrecht zu 
der Geraden bestimmt werden. Die Gerade kann dabei 

5 durch Berechnung mit einem mathematischen Verfah- 
ren duch die Reflexgebiete oder durch die Reflexge- 
biete, die nur wenig von einer Geraden abweichen, 
gelegt werden. 

Als Referenzdaten kOnnen die gespeicherten Bild- 

10 signale einer vorangegangenen Messung an einem 
Oder Mittelwerte von den Biklsignalen von vorangegan- 
genen Messungen an mehreren GehSusen mit korrekt 
angeordneten htontaklanschlussen venwendet werden. 
GemdB einer erfindungsgemdBen Weiterbildung 

15 kann Licht unter verschiedenen Beleuchungswinkein 
nacheinander auf das Gehduse und die Kbntaktan- 
schlQsse gelenkt werden, Jewells das senkrecht von 
dem Gehause und den KontaktanschlQssen reflektierte 
Ucht von der Kamera aufgenommen und die pro 

20 Beleuchtungswinkel erzeugten Bilddaten jeweils als ein 
Datensatz gespeichert werden und aus den zu einem 
Halbleiterbauteil gehCrenden Datensdtzen Formdaten 
der KbntaktanschlOsse bestimmt und mit Referenzda- 
ten verglichen werden. Hierdurch kann das Bogenprofil 

25 eines jeden Kbntaktanschlusses genau vermessen wer- 
den. Daraus kOnnen weitere Informatlonen Qber die 
Qualitat der KontaktanschlQsse, Insbesondere Qber die 
Planaritat der KontaklflSchen abgeleitet werden. Auch 
kfinnen aus der Form der KbntaktanschlQsse Aussagen 

30 Qber ihre mechanische Stabilitat gemacht werden. Da 
das Ljcht der Uchtquellen. welches auf die Kontaktan- 
schlQsse auftrlfft, Jeweils einen anderen Einfallswinkel 
gegenQber der vertikalen Achse aufweist. wird von ver- 
schiedenen, gekrOmmten Bereichen des Kontaktan- 

35 schlusses reflektiertes Ucht in die Kamera reflektiert. 
Da die Position der jeweiligen Lichtquelle bekannt ist. 
kann in der Bildsignalverarbeitungseinrichtung der Nei- 
gungswinkel des Kontaktanschlusses an der Stelle, an 
der das Ucht reflektiert wurde. bestimmt werden. So 

40 erhait man pro Uchtquelle einen Neigungswinkel des 
Kbntaktanschlusses an der den Lichtreflex erzeugen- 
den Stelle. so daB insgesamt der Verlauf der KrQm- 
mung des Kbntaktanschlusses bestimmt werden kann. 
Durch einen direkten Vergleich des berechneten Profils 

45 mit einem guten Referenzprofil kann bestimmt werden, 
Ob das Bauteil vorgegebenen Bedingungen genQgt. 

Im foigenden wird die Erf irxJung anharKi der Zeich- 
nung ndher erldutert. 
Es zeigen: 

50 

Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer 
erfindungsgemaBen Vorrichtung, 

Rg. 2 ein nach dem erfindungsgemdBen Verfahren 
55 erzeugtes Bild von der unteren Seite des Gehauses 
mit den KbrrtaktanschlQssen. 

Rg. 3a den Querschnitt durch ein Gehause eines 
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Halbleiterbauelements mrt einem konrekten j-fOrmi- 
gen KontaktanschluB. 

Fig. 3b mit einem nach aul3en gebogenen j-fOrmi- 
gen KontaktanschluB und 

Fig. 3c mrt einer nach innen gebogenen j-IOrmigen 
Kontaktanschlu3 und 

Rg. 4 ein zweites AusfQhrungsbeispiei der 
erfindungsgemaBen Von'ichtung. 

Fig. 1 zeigt eine schematische Darsteilung einer 
erfindungsgemdBen Vorrichtung im Quersclinitt. Auf 
einer Transportscliiene 1 ist in einer MeBposition 2 ein 
Gehduse 3. das eine nichtgezeigtes Halbleiterbaueie- 
ment entlidit, angeordnet. Das Gehduse 3 ist mit seiner 
Unterseite 4 nach oben angeordnet. Es Ist eine der j-fOr- 
migen Kontaktanschlusse 5 gezeigt, der sich von einer 
Seitenfldchen des Gehduses 3 zu dessen Unterseite 4 
erstreckt. Es handelt sich hier urn einen korrekten, nicht 
verbogenen KbntaktanschluB 5. In dem gezeigten Aus- 
fQhrungsbeispiei sind die KontaktanschlQsse 5 hinter- 
einander entlang einer Kante des Gehduses 3 
angeordnet. In der erfindungsgemdBen Vorrichtung 
kOnnen mit dem gleichen Verfahren ebenfalls Gehduse 
vermessen werden, bei denen die Kontaktanschlusse 
entlang von mehreren Kanten des Gehduses vorgese- 
hen sind. 

Oberhalb der MeBposition 2 ist eine Beleuchtungs- 
einrichtung 6 vorgesehen. mittels der Licht unter einem 
vorgegebenen Beleuchtungswinkel. der hier einen 
senkrechten Beleuchtungswinkel hinslchtllch der Fia- 
che der MeBposltion 2 bikJet, auf diese gelenkt wird. 
Das Gehduse 3 des Halbleitertsauelements besteht aus 
lichtabsorbierendem Material, meist aus schwarzem 
Epoxi, und die elektrischen KontaktanschlQsse 5 aus 
einem lichtreflektierenden, ndmlich einem elektrisch lei- 
tenden Material. Das auf das Gehduse 3 und die Kon- 
taktanschtOsse 5 auftreffende Licht wird daher von den 
KontaktanschlQssen 5 reflektiert. Eine Kamera 7 mit 
einer Bildsignalverarbeitungselnrichtung 8 Ist derart 
angeordnet. daB das senkrecht von dem Gehduse 3 
bzw. den KontaktanschlQssen 5 refiektiertes Licht Qber 
einen Strahlteiler 9 in die Kamera 7 gelenkt wird. Das 
von dem KontaktanschluB 5 in die Kamera 7 reflektierte 
Licht, welches senkrecht zu der Ebene der MeBposition 
2 bzw. der Unterseite 4 des Gehduses 3 reflektiert wird. 
wird von dem Punkt P des Kbntaktanschlusses 5 reflek- 
tiert, In dem die Tangente waagrecht. d.h. parallel zu der 
Unterseite 4 des Gehduses 3 veriauft. Damit kommt der 
von der Kamera 7 gemessene Lichtrefiex durch Refle- 
xion des tiefsten Punktes P des Kontaktanschlusses 5 
zustande. Mit diesem tiefsten Punkt P sitzt der Kontakt- 
anschluB 5 spdter auf einer Unterlage. insbesondere 
auf einer LOtpfatine auf. Es ist wichtig, daB die tiefsten 
Punkte P einer Reihe von KontaktanschlQssen 5 eine 
genaue Position In der Ebene parallel zu der Unterseite 



4 des Gehduses 3 haben. Wie genau diese Position fur 
die einzelnen KontaktanschlQsse 5 eingehalten werden 
muB, h^ngt von den vorgegebenen Toleranzen fQr die 
vorgesehene Anwendung des Halbleiterbautells ab. Die 

5 Bildsignale der Kamera 7 werden in der Bildslgnalverar- 
beitungseinrichtung 8 verarbeitet. 

Ferner ist eine Uchtquelle 10 vorgesehen. mit der 
die Vorderseite 11 des Gehduses 3 beleuchtet wird. 
Hierzu muB zumindest In der MeBposition die Unter- 

10 seite der Transportschlene 1. auf der das Gehduse 3 
aufliegt aus einem lichtdurchldssigen Material beste- 
hen. Durch diese Hintergrundbeleuchtung entsteht eine 
SchattenriBprojektion des lichtabsorbierenden GehSu- 
ses 3. Von der Kamera 7 wird ein Bild der SchattenriB- 

15 projektion des Gehduses 3 aufgenommen. Aus den 
daraus gewonnenen Bilddaten kann mit der Blldsignal- 
verarbeitungseinrichtung 8 die Lage des Bauteils auf 
der Transportschlene 1 bestlmmt werden. Die Umlauf- 
kante des Gehduses 3 kann vermessen werden, indem 

20 mit der in der Bildsignalverarbeitungseinrichtung 8 vor- 
gesehenen Software eine Reihe von vordefinierten 
Punkte der Kante 12 des Gehduses 3 genau vermes- 
sen wird. Die daraus ermittelte Kontur ist eine Referenz. 
aus der Referenzdaten fQr die weiteren MeBvorgdnge 

25 erzeugt werden. Die Position der Kbntaktpunkte P der 
KontaktanschlQsse 5 kOnnen als Referenzdaten ein- 
schlieBlich eines Toleranzbereiches relativ zu einer 
Kante 12 des Gehduses 3 vorausberechnet werden. 
Das Ergebnis eines MeBvorgangs ist in Fig. 2 

30 gezeigt. Dort ist ein Gehduse 3 eines Halbleiterbauteils 
gezeigt, welches entlang zweier einander gegenQberlie- 
gender Kanten 12a, 12b Jewells eine Reihe von Kon- 
taktanschlQssen 5 aufweist. Auf einem Hintergrund 13 
erkennt man den SchattenriB der gesamten Umlauf- 

35 kante 12 des Gehduses 3. Die Positionsdaten der 
Umlaufkante 12 werden aus der Messung mit der Hin- 
tergrundbeleuchtung mittels der Uchtquelle 10 erhalten. 
Mit der Auflichtbeleuchtung mittels der Beleuchtungs- 
einrichtung 6 werden Lichtreflexbereiche 14 erzeugt. 

40 die die Position der Kontaktpunkte P der Kontaktan- 
schlQsse 5 wiedergeben. Aus der Messung der Umlauf- 
kante 12 des Gehduses 3 kOnnen mit der 
Bildsignalverarbeitungsrichtung 8 die Positionen der 
Kbntaktpunkte P der Kontaktanschlusse 5 in der xy- 

45 Ebene einschlieBlich eines vorgegebenen Toleranz- 
bereiches berechnet werden. Durch Vergleich der 
gewonnen MeBdaten der Lichtreflexbereiche 14 mit den 
so berechneten Werten kann dabei bestlmmt werden. 
ob das Bauteil in dem Gehduse 3 fQr die vorgesehene 

50 Anwendung venwendet werden kann oder aussortiert 
werden muB. Die aus der Messung mit der Hintergrund- 
beleuchtung und der Auflichtbeleuchtung gewonnen 
Daten kOnnen so verarbeitet werden, daB sie gemein- 
sam in einem Bikil dargesteitt werden. wie es in Fig. 2 

55 gezeigt ist. 

In der Darsteilung des MeBergebnisses der Rg. 2 
entnimmt man, daB die Lictitreflexbereiche 14 und 
damit die Kbntaktpunkte P entlang der Kante 12b im 
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wesentlichen entlang einer Reihe liegen und somit 
keine wesentliche Abweichung in y-Richtung erkennbar 
ist. Entlang der Kante 12a gibt es einen Lichtreflexbe- 
reich 15. der eine deutiiche Abweichung in y-Richtung 
von der Reihe der anderen Lichtreflexbereiche 14 auf- 
weist Das zugehOrlge IHalbleiterbauteil muBte nun aus- 
sortiert warden. Fur die Art und Weise des 
Aussortlerens gibt es verschiedene MOglichkeiten. Das 
Aussortieren kann automatisch erlblgen, in dem auf 
Oder hinter der Transportschiene eine entsprechende 
Vorrichtung vorgesehen Ist, an die entsprechende Me8- 
signale weitergegeben werden. Das Aussortieren kann 
beispielsweise durch Offnen einer Klappe erfblgen. Es 
kOnnen aber auch die auszusortierenden Bauelemente 
mit einer Markierung versehen werden und anschlie- 
Send durch OberprQffen der Markierung aussortiert war- 
den. 

In der Fig. 3 Ist dargestellt. wie eine Verschlebung 
des Kontaktpunktes P eines l^ntaktanschlusses 5 in 
der xy-Ebene zustande kommen kann. Fig. 3a zeigt ein 
Gehause 3 im Querschnitt, das einen korrekten j-fOrmi- 
gen KontaktanschluB 5 aufweist. Der KbntaktanschluB 
5 erstreckt sich dal^ei von einer Seitenfldche 16 des 
Gehauses 3 auf dessen Unterseite 4. In diesem Bel- 
spiel Ist der KontaktanschluB so angeordnet. daB sich 
der Kbntaktpunkt P genau Ober der Kante 12a des Bau- 
elementes 3 befindet. Eine Projektionslinie 17 senk- 
recht zu der Unterseite 4 des Gehauses 3 durch den 
Kontaktpunkt P endet in diesem Fall genau auf der 
Kante 12a des GehSuses 3. 

In Fig. 3b ist die glelche Anordnung des Gehauses 
3 gezeigt, bei der der KontaktanschluB nach auBen ver- 
bogen ist (bow out). Derartige Verbiegungen kOnnen bet 
den Stanz- und Formprozessen, die zur Herstellung der 
Kontaktanschlusse 5 erforderlich sirxJ, zustande kom- 
men. In einem solchen Fall liegt der Kontaktpunkt P in z- 
Richtung. also senkrecht zur xy-Ebene in gleicher HOhe 
wie der Kbntaktpunkt P des korrekten Kontaktanschlus- 
ses 5 aus Fig. 3a. Er ist lediglich in der xy-Ebene, in 
dem gezeigten Beispiel in der y-Richtung verschoben. 
Ein derartiger Fehler in dem KontaktanschluB 5 bewirkt, 
daB das Bauteil nicht mit diesem KontaktanschluB auf 
die vorgesehen KontaktanschlQsse einer Platine auf- 
sitzt und somit nicht aufgelOtet werden kann. Dieser 
Fehler Iai3t sich nur durch eine Vermessung in der xy- 
Ebene feststellen. Mit einer HOhenvermessung in der z- 
Richtung wQrde er nicht erkannt werden. Die Projekti- 
onslinie 17 durch den Punkt P endet in diesem Fall 
auBerhalb des Gehduses 3. 

In Fig. 3c ist das glelche Gehause 3 mit eInem Kon- 
taktanschluB 5 gezeigt, der nach innen getx)gen ist 
(bow in). In diesem Fall ist der Kontaktpunkt P in y-Rich- 
tung nach innen verschoben. Einer Projektionslinie 17 
durch den Kontaktpunkt P trifft in diesem Fall in das 
Innere des Gehauses 3. In diesem Fail liegt ebenfalls 
kein Fehler des Kbntaktanschlussses 5 In z-Richtung 
vor. Der Fehler kann hier ebenfalls nur durch die Ver- 
messung der Projektion des Kontaktpunktes P in der 



xy-Ebene bestimmt werden. 

In Fig. 4 ist ein weiteres AusfQhrungsbeispiel der 
Erfindung gezeigt. Analog wie In der Fig. 1 ist auf der 
Transportschiene 1 ein Halbleiterbauteil in einem 

5 Gehause so angeordnet. daB die Oberseite 11 des 
Gehauses auf der Transportschiene in einer MeBposi- 
tion 2 aufliegt, wobei die Unterseite 4 des Gehauses 3 
nach oben zeigt. Das von Kbntaktanschlussen 5, von 
denen einer sichtbar ist. im wesentlichen senkrecht 

10 reflektlerte Ucht wird Ober einen Strahlteiler 9 in eine 
Kamera 7 gelenkt. In dieser ist eine Bildsignalverarbei- 
tungseinricht 8 vorgesehen, in der die Bildsignale, die 
durch eine Aufnahme der Kamera 7 erzeugt werden, 
gespeichert und verarbeitet werden. Im Unterschied zu 

15 der Fig. 1 sind hier mehrere Einzelbeleuchtungsquellen 
18 angeordnet. mittels denen jeweils ein Lichtstrahl 
unter einem vorgegebenen Winkel auf den Kontaktan- 
schluB gelenkt wird. Die Einzelbeleuchtungsquellen 18 
sind im wesentlichen auf einem Kreisbogen um den 

20 KontaktanschluB 5 in etwa gleichem Abstand zueinan- 
der angeordnet. Da der Einfallswinkel und der Reflexi- 
onswinkel test vorgegeben sind. laBt sich aus dieser 
Anordnung die Steigung der Tangente an verschiede- 
nen Stellen entlang des Kbntaktanschlusses 5 vermes- 

25 sen. Hieraus kann eine genaue Analyse des 
Bogenprof lis des Kbntaktanschlusses 5 gewonnen wer- 
den. Die Form des Kbntaktanschlusses 5 gibt AufschluB 
Ober die Qualitat und Stabilitat des Kontaktanschlusses 
und uber die Planaritat der Kbntaktfiache in dem Kon- 

30 taktpunkt P. Es ist aufgrund des Bogenprof ils beispiels- 
weise auch erkennbar. ob sogenannte .pitholes" (kleine 
Ldcher im Metall bzw. Verengungen) aufgrund von Pho- 
toprozessen Oder Atzprozessen in dem Metall vorlie- 
gen. Diese warden einen KontaktanschluB sehr instalal 

35 machen. Ferner bewirkt eine unregelmaBige Krum- 
mung des Kontaktanschlusses 5, daB dieser eine 
geringe mechanische Stabilitat hat, so daB er sich beim 
AuflOten auf die Platine verbiegen kann. Die Kriterien an 
das Bogenprofil eines Kontaktanschlusses kOnnen je 

40 nach Anforderungen an das Halbleiterbauteil vorgege- 
ben werden. In der Bildslgnalverarbeitungselnrichtung 8 
kOnnen die gemessenen und verarbeiteten Werte mit 
entsprechend vorgegebenen Referenzwerten vergli- 
Chen werden. Wenn die Abweichung auBerhalb von 

45 vorgegebenen Toleranzbereichen liegen. kOnnen die 
Bauteile wie oben beschrieben aussortiert werden. Es 
ist ferner eine nicht gezeigte Steuereinrichtung vorge- 
sehen, mit der die Einzelbeleuchtungsquellen 18 nach- 
einander aktiviert werden kOnnen und das von diesen 

so kommende und an den Kontaktanschlussen 5 reflek- 
tierte Licht jeweils von der Kamera 7 aufgenommen 
wird und in der Bildsignalverarbeitungseinrichtung 8 
verarbeitet werden kann. Diese MeBanordnung kann 
sowohl einzein verwendet werden als auch mit der 

55 Anordnung der Fig. 1 kombiniert werden. 
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PatentansprQche 

1. Verfahren zum automatischen OberprQfen von 
Positionsdaten j-fdrmiger elektrischer Kbntaktan- 
schlusse (5) an einem. in ein Gehduse (3) einge- 
brachtes Halbleiterbauteil bezuglich einer zu der 
Unterseite (4) des Gehauses (3) parallelen Ebene, 
wobei das Gehduse (3) aus einem lichtabsorbie- 
renden Material besteht. und die Kbntaktan- 
schlusse (5) sich von einer Seitenfiache (16) des 
Gehduses (3) zu dessen Unterseite (4) erstrecken. 
bei dem das Halbleiterbauteil einer MeBanordnung 
zugefuhrt wird, in welcher die Unterseite (4) des 
Gehduses (3) mittels Licht aus einer Beleuchtungs* 
einrichtung (6, 18] unter mindestens einem repro- 
duzierbaren Beleuchtungswinkel, insbesondere 
unter einem im wesentlichen senkrechten Beleuch- 
tungswinkel, beleuchtetwird. 

das von der Unterseite (4) des Gehduses (3) und 
den Kbntaktanschlussen (5) im wesentlichen senk- 
recht reflektierte Licht von einer Kamera (7) orts- 
aufl6send aufgenommen wird, die Bildsignale der 
Kamera (7) einer Bildsignal-Verarbeitungseinrich- 
tung (8) zugefuhrt werden und wenigstens ein 
Datensatz mit einem dem Halbleiterbauteil zuge- 
ordneten Erkennungszeichen gespeichert wird, 
und aus den Bildsignalen Positionsdaten der Kbn- 
taktanschlusse (5) bestimmt werden, und durch 
einen Vergleich der Positionsdaten mit Referenzda- 
ten eine Abweichung der Positionsdaten von vorge- 
gebenen Sollwerten bestimmt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, da8 die Halbleiterbauteile, deren Positi- 
onsdaten von den vorgegebenen Sollwerten 
abweichen. automatisch aussortiert werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Oberseite (11) des 
Gehduses (3) mittels einer Uchtquelle (10) 
beleuchtet wird, wobei das in die Kamera (7) 
gestreute Licht gemessen wird und aus dem so 
gewonnenen Datensatz von Bildsignalen die Lage 
von wenigstens einer Kante (12a, 12b, 12) des 
Gehauses bestimmt und gespeichert wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden AnsprO- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Bildsignale 
mit einem vorgegebenen Schwellwert verglichen 
werden. die Bildsignale. die grOBer als der Schwell- 
wert sind. zur Bestimmung von Reflexgebieten ver- 
werKlet werden, durch welche die jeweilige Position 
der Kontaktanschlusse (4) in einer zu der Unter- 
seite (11) parallelen Ebene bestimmt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der jeweilige Schwerpunkt der 
Reflexgebiete (14) ermittelt wird. 



6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lage der Reflexgebiete 
(14) bzw. der Schwerpunkte der Reflexgebiete (14) 
relativ zu einer Kante (12a. 12b) des Gehduses (3) 

5 bestimmt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5. dadurch 
gekennzeichnet, daB die relative Lage der Reflex- 
gebiete (14) bzw. der Schwerpunkte der Reflexge- 

10 biete (14) zueinander ermittelt wird, wobei 
insbesondere der Abstand eines Reflexgebietes 
(14) zu den benachbarten Reflexgebieten (14) bzw. 
der Abstand eines Reflexgebietes (14) von einer 
durch die Reflexgebiete (14) parallel zu einer Kante 

IS (12a, 12b} des Gehauses (3) verlaufenden Gera- 
den bestimmt wird. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Patent- 
ansprQche. dadurch gekennzeichnet, daB als Refe- 

20 renzdaten die gespeicherten Bildsignale einer 
vorangegangenen Messung an einem oder Mittel- 
werte von den Bildsignalen von vorangegangenen 
Messungen an mehreren Gehausen (3) mit korrekt 
angeordneten KontaktanschlQssen (5) verwendet 

25 werden. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Patent- 
anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB Licht 
unter verschiedenen Beleuchtungswinkein nach- 

30 einander auf das Gehause (3) und die Korrtaktan- 
schlQsse (5) gelenkt wird, jeweils das senkrecht von 
dem Gehause (3) urxl den KontaktanschlQssen (5) 
reflektierte Licht von der Kamera (7) aufgenommen 
und die pro Beleuchtungswinkel erzeugten Bildda- 

35 ten jeweils als ein Datensatz gespeichert werden 
und aus den zu einem Halbleiterbauteil gehdren- 
den Datensatzen Fornndaten der Kontaklan- 
schlQsse (5) bestimmt und mit Referenzdaten 
verglichen werden. 

40 

10. Vorrichtung zum DurchfQhren des Verfahrens nach 
einem der AnsprQche 1 bis 8. mit einer Beleuch- 
tungseinrichtung (6, 18), einer von dieser rdumlich 
getrennt angeordneten Kamera (7), einer Bildsi- 

45 gnal-Verarbeitungseinrichtung (8) und einer Trans- 
porteinrichtung (1) zum ZufQhren der 
Halbleiterfoauteile zu einer MeBposition (2). wobei 
zwischen der MeBposition (2) und der Kamera (7) 
bzw. der Beleuchtungselnrichtung (6. 18) ein 

50 Strahlteiler (9) angeordnet ist, mit dem das Licht 
der Beleuchtungseinrichtung (6, 18) auf das 
Gehause (3) bzw. das von dem Gehause (3) und 
den KontaktanschlQssen (5) reflektierte Licht in die 
Kamera (7) lenkbar ist. 

55 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB unter den verschiedenen Beleuch- 
tungswinkein Einzel-Beleuchtungsquellen (18), die 
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insbesondere Leuchtdioden umfassen. in etwa glei- 
chem Abstand voneinander auf einem Kreisbogen 
um die MeBposition (2) angeordnet sind. 

12, Vorrichtung nach Anspruch 10 Oder 11, dadurch s 
gekennzeichnet, daR eine Transporteinrichtung (1), 
insbesondere einer Transportschiene. vorgesehen 
ist. uber weiche die Halbieiteibauteile der MeBposi- 
tion (2) nacheinander zugefOhrt werden. 

10 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 - 12, 
dadurch gekennzeichnet. da3 eine Lichtquelle (10) 
zur Beleuchtung der Oberseite (11) des Gehduses 
(3) in der MeBposHion (2) vorgesehen Ist, durch die 
eine indirekte Hintergrundbeleuchtung erzeugbar 75 
ist. 
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